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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
金属端子がインサート成形された樹脂組成物からなる成形品１とその金属端子部を密閉保
護する樹脂組成物からなる成形品２とが溶着して一体となる成形体であって、熱可塑性樹
脂（Ａ）１００重量部に対して、平均繊維径０．１～５０μｍの繊維状ガラスフィラー（
Ｂ）および平均粒径０．１～１０００μｍの非繊維状ガラスフィラー（Ｃ）の混合比（Ｂ
）／（Ｃ）が０．１～１０である混合物１０～２００重量部を配合された樹脂組成物で構
成してなることを特徴とするスイッチ部品。
　ただし、樹脂組成物（Ａ）は融点（Ｔｍ）１７０～２６０℃、結晶化温度（Ｔｃ）２２
０℃以下であり、下記式を満足する。
　　Ｔｍ（融点）≧Ｔｃ（結晶化温度）＋２０℃
【請求項２】
熱可塑性樹脂（Ａ）が、少なくとも１種以上の脂肪族ポリアミドと少なくとも１種以上の
芳香族ポリアミドの共重合体及び／または混合物であることを特徴とする請求項１記載の
スイッチ部品。
【請求項３】
熱可塑性樹脂（Ａ）が、ポリエステル樹脂であることを特徴とする請求項１記載のスイッ
チ部品。
【請求項４】
請求項２に記載の脂肪族ポリアミドが、ポリアミド６６、ポリアミド６、ポリアミド６１
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０およびポリアミド６１２の中から選ばれる請求項１または２のいずれかに記載のスイッ
チ部品。
【請求項５】
請求項２に記載の芳香族ポリアミドが、ポリアミド６Ｔ、ポリアミド６Ｉおよびポリアミ
ドＭＸＤ６の中から選ばれる請求項１または２のいずれかに記載のスイッチ部品。
【請求項６】
請求項３に記載のポリエステル樹脂が、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレ
フタレート、ポリブチレンテレフタレートの共重合体およびポリエチレンテレフタレート
の共重合体から選ばれる１種以上であることを特徴とする請求項１または３のいずれかに
記載のスイッチ部品。
【請求項７】
レーザー溶着法により溶着した成形体であることを特徴とする請求項１～６のいずれかに
記載のスイッチ部品
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に耐熱性や耐薬品性が要求される自動車分野において、耐久性に優れた気
密性スイッチ部品に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、金属端子インサートを有するスイッチ部品にはポリアミド６６、ポリアミド
６、またはポリブチレンテレフタレートに、ガラス繊維（以下、ＧＦと略すこともある）
やタルク、カオリンクレー、マイカ、炭酸カルシウム等の無機フィラーが単独あるいは複
合で配合された材料が使用されていた。しかしながら、ポリアミド６６やポリアミド６単
体では金属インサートを有する薄肉部の成形においては流動性が未達であり、金型転写不
良やヒケ等が頻繁に発生し摺動部において磨耗が多くなるという問題があった。また車載
外部での使用環境においては耐塩化カルシウム性にも問題があった。
　この問題を解決するためにポリアミド６Ｉ及び／またはポリアミド６Ｔが配合された半
芳香族ポリアミドを使用した提案がされている（例えば、特許文献１参照。）。これによ
り金型転写不良やヒケの発生はなくなり摺動部における耐磨耗性は改良されたものの、寸
法精度を満たすためにＧＦと併用して配合されているカオリンクレー、炭酸カルシウム等
の板状ミネラルフィラーは、ガラスフィラーに比べ機械的特性に劣り、特に溶着性におい
ては溶着部の強度にバラツキが発生しやすい。
【０００３】
　高温多湿環境下において塩化カルシウムと接触した場合などは、その溶着部近傍からク
ラックが発生し最終的には絶縁不良等の不具合が起こりうる。更に溶着強度に関してはレ
ーザー溶着する場合においてより顕著であり、板状ミネラルフィラーはレーザー光の遮蔽
性が大きいため透過材としての使用に量的な制限があった。このためレーザー吸収側と透
過側に２種の異なった材料を使用しなければならなかった。
　本発明においては、金属端子がインサート成形された成形品１と金属端子を密閉保護す
る成形品２を溶着する場合に相当する。一方、レーザー溶着に関しては熱可塑性樹脂組成
物にレーザー光を透過するフィラーを配合した提案（例えば、特許文献２参照。）や更に
レーザー光を透過する繊維状ガラスフィラーと非繊維状ガラスフィラーの併用系により低
反り性に優れた材料の提案もされているが（例えば、特許文献３参照。）、いずれも本用
途に関しては成形流動性や摺動特性の面で課題があった。
【特許文献１】特許３３０９３４７公報
【特許文献２】特開２００４－２５０６２１公報
【特許文献３】特開２００４－３１５７７６公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　本発明は薄肉成形性、低反り性、表面平滑性、耐薬品性、電気特性、耐磨耗性を損なう
ことなく、溶着性に優れた熱可塑性樹脂組成物を使用することにより、耐久性に優れた気
密性スイッチ部品を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者らは、鋭意検討を重ねた結果、ある特定範囲の融点及び結晶化温度を持つ熱可
塑性樹脂と特定の比率で配合された２種の異なる形状からなるガラスフィラーを混合する
ことにより、従来の特性を損なうことなく、上記課題を解決しうることを見出し、本発明
に到達した。
　すなわち、本発明は、
　１．金属端子がインサート成形された樹脂組成物からなる成形品１とその金属端子部を
密閉保護する樹脂組成物からなる成形品２とが溶着して一体となる成形体であって、熱可
塑性樹脂（Ａ）１００重量部に対して、平均繊維径０．１～５０μｍの繊維状ガラスフィ
ラー（Ｂ）および平均粒径０．１～１０００μｍの非繊維状ガラスフィラー（Ｃ）の混合
比（Ｂ）／（Ｃ）が０．１～１０である混合物１０～２００重量部を配合された樹脂組成
物で構成してなることを特徴とするスイッチ部品、
　ただし、樹脂組成物（Ａ）は融点（Ｔｍ）１７０～２６０℃、結晶化温度（Ｔｃ）２２
０℃以下であり、下記式を満足する。
　　Ｔｍ（融点）≧Ｔｃ（結晶化温度）＋２０℃
　２．熱可塑性樹脂（Ａ）が、少なくとも１種以上の脂肪族ポリアミドと少なくとも１種
以上の芳香族ポリアミドの共重合体及び／または混合物であることを特徴とする上記１記
載のスイッチ部品、
　３．熱可塑性樹脂（Ａ）が、ポリエステル樹脂であることを特徴とする上記１に記載の
スイッチ部品、
　４．上記２に記載の脂肪族ポリアミドが、ポリアミド６６、ポリアミド６、ポリアミド
６１０およびポリアミド６１２の中から選ばれる上記１または２のいずれかに記載のスイ
ッチ部品、
　５．上記２に記載の芳香族ポリアミドが、ポリアミド６Ｔ、ポリアミド６Ｉおよびポリ
アミドＭＸＤ６の中から選ばれる上記１または２のいずれかに記載のスイッチ部品、
　６．上記３に記載のポリエステル樹脂が、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレン
テレフタレート、ポリブチレンテレフタレートの共重合体およびポリエチレンテレフタレ
ートの共重合体から選ばれる１種以上であることを特徴とする上記１または３のいずれか
に記載のスイッチ部品、
　７．レーザー溶着法により溶着した成形体であることを特徴とする上記１～６のいずれ
かに記載のスイッチ部品、
である。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の気密性スイッチ部品を構成する樹脂組成物は従来の車載用スイッチ部品の特性
を損なうことなく、レーザー溶着性に優れる効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明を詳細に説明する。
　本発明における成形体は、２つの樹脂組成物からなる成形体が溶着により一体となった
ものである。樹脂組成物からなる成形品１は金属端子が配された極板であり、可動子がそ
の極板上の接点を摺動することによりスイッチ機能を果たすものである。そのため該成形
品１は複雑な金属端子をインサート成形することになり、樹脂材料としては薄肉成形性が
要求される。また摺動時の接点の磨耗を抑制するために表面平滑性（金型転写性）や低反
り性も重要となってくる。



(4) JP 4633532 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

　樹脂組成物からなる成形品２はその極板を外部雰囲気から隔離保護するためのものであ
り、金属端子を配しない成形品である。該成形品２の形状は機能上限定されるものではな
いが、該成形品１との溶着性を考慮すると、低反り性に優れた形状が好ましい。樹脂材料
としては成形品１との溶着生、低反り性、表面平滑性に優れた材料、好ましくは該成形品
１と同一材料である。ただしレーザー溶着の場合においては該成形品１と該成形品２とで
レーザー吸収側と透過側に分ける必要がある。その場合目的とする特性を損なわない範囲
で、レーザー吸収側および／または透過側材料に各種添加剤、着色剤、可塑剤、核剤、潤
滑剤、安定剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、難燃剤、ミネラルフィラー等を適宜配合する
ことができる。
【０００８】
　該成形品１と該成形品２とが溶着により一体化された成形体、すなわち気密性スイッチ
部品は好ましくは車載用スイッチ部品であって、ポジションを制御するスイッチ部品であ
る。搭載位置は車輌外下部でエンジンやトランスミッションからの熱や車外環境下に常時
暴露される。従って当該スイッチ部品においては熱劣化特性や耐塩化カルシウム性も要求
される。これらの要求特性は以下の樹脂組成物によりその目的が達成される。
　本発明における（Ａ）成分は、最終樹脂組成物の状態で融点１７０～２６０℃、結晶化
温度２２０℃以下であり、融点と結晶化温度の関係が式Ｔｍ（融点）≧Ｔｃ（結晶化温度
）＋２０℃を満足する熱可塑性樹脂である。好ましくは融点１９０～２５０℃、結晶化温
度２１０以下、更に好ましくは融点２１０～２４５℃、結晶化温度２００～１６０℃であ
る熱可塑性樹脂である。本発明に用いられる融点、結晶化温度とは、日本工業規格（ＪＩ
Ｓ）Ｋ－７１２１に準じ、ＤＳＣにより３００℃で３分間保持した後、２０℃／分の降温
速度で１００℃まで下降させた際に出る結晶化ピークトップ温度を結晶化温度とし、更に
１００℃で３分間保持した後、２０℃／分の昇温速度で３００℃まで上昇させた際に出る
溶融化ピークトップ温度を融点とする。
【０００９】
　本発明における融点と結晶化温度のバランスは薄肉成形性、表面平滑性、易溶着性、熱
劣化特性を決定付ける重要な因子となる。融点が２６０℃より高いと溶着性に悪影響を及
ぼし、１７０℃未満だと熱劣化特性の信頼に欠ける。また結晶化温度が２２０℃より高い
と薄肉成形性、表面平滑性、易溶着性に悪影響を与える。更に融点と結晶化温度の関係が
式Ｔｍ（融点）≧Ｔｃ（結晶化温度）＋２０℃を満足する必要があるが、下記するように
２種以上の熱可塑性樹脂をブレンドした場合は、２種以上の融点および／または結晶化温
度が検出されることがあり、その場合はそれぞれの熱可塑性樹脂に由来した融点および結
晶化温度について上記の関係式が成立する。
【００１０】
　本発明に用いられる熱可塑性樹脂は前述の融点、結晶化温度を満たすものであれば特に
限定されるものではないが、好ましくはポリアミド樹脂、もしくはポリエステル樹脂、更
に好ましくはポリアミド樹脂である。ポリアミド樹脂としては少なくとも１種以上の脂肪
族ポリアミドと少なくとも１種の芳香族ポリアミドの共重合体であり、この共重合体に前
述の融点、結晶化温度を満たす脂肪族ポリアミド樹脂を混合することもできる。脂肪族ポ
リアミドの具体例としては、ポリアミド６６、ポリアミド６、ポリアミド６１０、ポリア
ミド６１２、ポリアミド１１、ポリアミド１２の中から１種以上選ばれ、好ましくはポリ
アミド６６、ポリアミド６、ポリアミド６１０、ポリアミド６１２の中から１種以上選ば
れ、更に好ましくはポリアミド６６、ポリアミド６の中から１種以上選ばれる。
【００１１】
　芳香族ポリアミドの具体例としては、ヘキサメチレンジアミンとテレフタル酸を重合し
てなるポリアミド６Ｔ、ヘキサメチレンジアミンとイソフタル酸を重合してなるポリアミ
ド６Ｉ、メタキシリレンジアミンとアジピン酸を重合してなるポリアミドＭＸＤ６の中か
ら１種以上選ばれ、好ましくはポリアミド６Ｉ、ポリアミド６Ｔの中から１種以上選ばれ
、更に好ましくはポリアミド６Ｉである。脂肪族ポリアミドと芳香族ポリアミドの共重合
体は上記に挙げたポリアミドの種々の組合せに制限はないが、好ましくはポリアミド６６
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／６Ｉ、６６／６Ｉ／６Ｔ、６６／６／６Ｉ、６６／６／６Ｉ／６Ｔ、ＭＸＤ６／６６、
ＭＸＤ６／６、ＭＸＤ６／６６／６、更に好ましくはポリアミド６６／６Ｉ、６６／６／
６Ｉ、６６／６／６Ｉ／６Ｔ、ＭＸＤ６／６６である。
【００１２】
　上記ポリアミド共重合体の特長としては、脂肪族ポリアミドが持つ水温調金型使用によ
る成形性、電気特性、低コスト性に加え芳香族ポリアミドが持つ薄肉成形性、低反り性、
低吸水性による寸法安定性や耐塩化カルシウム性を付与することである。ポリエステル樹
脂としては好ましくは、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴと略す）、ポリエチレンテ
レフタレート（ＰＥＴと略す）、ＰＥＴの共重合体およびＰＢＴの共重合体から１種以上
選ばれ、更に好ましくはＰＢＴ、ＰＢＴの共重合体およびＰＥＴの共重合体である。上記
ポリエステル樹脂においては、上記ポリアミド樹脂に比べ成形流動性や機械的特性に劣る
ものの、耐塩化カルシウム性に優れ溶着生も良好であることから好適に当該部品に使用で
きる。
【００１３】
　本発明における（Ｂ）成分は、スイッチ部品として主に機械的特性、耐薬品性を向上さ
せる目的で配合するものであり、平均繊維径０．１～５０μｍの繊維状ガラスフィラーで
ある。好ましくは平均繊維径１～３０μｍ、更に好ましくは平均繊維径５～２０μｍのチ
ョップドストランド、ロービング、ミルドファイバーのいずれを使用しても良い。チョッ
プドストランドを用いる場合には平均長さ０．１～７ｍｍの範囲で適宜選択して用いるこ
とができる。平均繊維径が０．１μｍ未満の場合は、実質のフィラー表面積が多くなり表
面平滑性や低反り性に悪影響を及ぼす。また平均繊維径が５０μｍを超える場合は、機械
的特性が劣り、薄肉成形流動性においても悪影響を及ぼす。
【００１４】
　本発明における（Ｃ）成分は、成形流動性、機械的特性、表面平滑性を損なうことなく
低反り性を付与するために配合するものであり、平均粒径０．１～１０００μｍの非繊維
状ガラスフィラーである。好ましくは平均粒径１～５００μｍであり、アスペクト比（粒
径／厚み）が１０以上、更に好ましくは平均粒径５～４００μｍであり、且つアスペクト
比が３０以上のものが好適である。平均粒径が０．１μｍ未満の場合は、機械的特性に劣
り、平均粒径１００μｍの場合は薄肉成形流動性に悪影響を及ぼす。
　本発明における成分（Ｂ）と成分（Ｃ）の混合比（Ｂ）／（Ｃ）は０．１～１０である
。好ましくは０．２～５であり、更に好ましくは０．５～２である。混合比（Ｂ）／（Ｃ
）が０．１未満の場合は、当該スイッチ部品における機械的特性、長期耐熱性等を満足す
ることができない。また混合比（Ｂ）／（Ｃ）が１０を超えた場合は当該スイッチ部品に
おける低反り性が極端に悪くなる。本発明における成分（Ｂ）と成分（Ｃ）の混合物は本
発明に用いられる熱可塑性樹脂１００重量部に対して、１０～２００重量部、好ましくは
２０～１５０重量部、更に好ましくは３０～１００重量部の割合で配合される。成分（Ｂ
）と成分（Ｃ）の混合物の割合が１０重量部未満の場合は、当該スイッチ部品における低
反り性、寸法安定性、耐薬品性、電気特性、機械的特性、耐熱性等を満足することができ
ず、２００重量部を超えた場合は、薄肉成形流動性に悪影響を及ぼし、更に当該スイッチ
部品の接点摺動部における磨耗量が増大し、更に該成形品１と該成形品２の溶着部の強度
低下を招く。
【００１５】
　当該ガラスフィラーはシラン系やチタネート系のカップリング剤で処理したものも使用
することができる。また成分（Ｂ）及び成分（Ｃ）以外の無機フィラー、特にタルク、カ
オリンクレー、ワラストナイト、炭酸カルシウム、マイカ等を本発明の目的を損なわない
範囲で配合することができる。本発明の特徴である薄肉成形性、機械的特性、溶着性等を
考慮した場合、３０重量部以下が好適である。
　なお、本発明の樹脂組成物には所望に応じ、種々の添加剤、例えば、難燃剤、ポリアル
キレンアルコール又は脂肪酸エステル等の難燃剤の分散剤、熱安定剤、紫外線吸収剤、酸
化劣化防止剤、可塑剤、帯電防止剤、耐候性改良剤、滑剤、離形剤、充填剤、染料、顔料
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等や耐衝撃性を向上させるエラストマー、他の熱可塑性樹脂等を本発明の目的を損なわな
い範囲において添加することができる。
【００１６】
　本発明の樹脂組成物を製造する方法は、上記（Ａ）成分、（Ｂ）成分および（Ｃ）成分
及び所望に応じて用いられる各種添加剤を混合し混練すれば良い。その際、配合手順、混
合方法及び混練方法には特に制限はない。当該樹脂組成物は混練機によりペレット状に製
造され、成形品１についてはこのペレットを金属端子が金型内に配された射出インサート
成形や圧縮インサート成形することにより製造され、成形品２についてはこのペレットを
通常の射出成形や圧縮成形することにより製造される。成形品１と成形品２の溶着方法に
ついては、特に限定されるものではなく、超音波溶着法、レーザー溶着法、振動溶着法、
熱溶着法、ホットメルト法等が好適に利用される。好ましくは超音波溶着法、レーザー溶
着法であり、更に好ましくはレーザー溶着法である。
【実施例】
【００１７】
　以下、実施例により本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例などにより限
定されるものではない。尚、本実施例に用いた原料の融点、結晶化温度、及び評価方法は
下記の通りである。
　本実施例において測定した融点、結晶化温度は、日本工業規格（ＪＩＳ）Ｋ－７１２１
に準じ、ＤＳＣにより３００℃で３分間保持した後、２０℃／分の降温速度で１００℃ま
で下降させた際に出る結晶化ピークトップ温度を結晶化温度とし、更に１００℃で３分間
保持した後、２０℃／分の昇温速度で３００℃まで上昇させた際に出る溶融化ピークトッ
プ温度を融点とした。
【００１８】
　（１）成形流動性：金型内に予め銅極板をインサートした成形品１とインサートしない
成形品２を、ＮＩＳＳＥＩ社製ＦＥ１２０射出成形機を用いてシリンダー温度２８０℃、
金型温度８０℃に設定し、充填時間が０．８～１．３秒の範囲内になるように射出速度、
射出圧力、保圧を適宜調整して得た。得られた成形品１及び成形品２の充填状態を以下の
４段階で評価した。（尚、成形品１は該成形品を射出成形する前に、後述する樹脂組成物
１００重量部に対し０．１重量部のカーボンブラックをドライブレンドした。）
　　◎：完全充填している。シリンダー温度２７０℃でも完全充填可能。
　　○：上記条件において完全充填している。
　　△：条件変更（シリンダー温度のアップ）等により完全充填している。
　　×：いかなる成形条件においても未充填部がある。
【００１９】
　（２）低反り性：（１）で得られた成形品１において、（株）ミツトヨ製三次元測定器
ＡＥ１２２を用い、可動子との摺動部付近の平面度を測定した。
　（３）表面平滑性：（１）で得られた成形品１において、（株）東京精密製表面粗さ測
定器Ｓｕｒｆｃｏｍ５７０Ａを用い、可動子との摺動部付近の中心線平均粗さＲａを測定
した。
　（４）耐塩化カルシウム性：（１）で得られた成形品１を８０℃、９５％ＲＨで２４時
間放置後、２３℃の飽和塩化カルシウム水溶液に１分間浸漬した。その後速やかに下記条
件を１サイクルとした試験を２０サイクル実施した後の表面状態を以下の４段階で評価し
た。
１サイクル：８０℃、９５％、１時間放置→２３℃、１時間放置→９０℃、１時間放置→
２３℃１時間放置。
　　◎：表面状態に全く変化なし。
　　○：表面にやや曇りが確認され、微細クラックはない。
　　△：表面に曇りが確認され、成形品端面の一部に微細クラックが発生している。
　　×：成形品全面に渡って微細クラックが発生している。
【００２０】
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　（５）機械的特性：東芝機械（株）製ＩＳ５０ＥＰ射出成形機を用い、シリンダー温度
２８０℃、金型温度８０℃に設定し、充填時間が１秒以内になるように射出速度、射出圧
力、保圧を適宜調整して、引張り試験片を得た。試験はＡＳＴＭ　Ｄ６３８に準拠して実
施した。
　（６）熱劣化特性：（５）で得られた試験片を１５０℃の熱風乾燥機の中に１０００時
間放置後取り出し、２３℃、５０％ＲＨで１時間放置した後、ＡＳＴＭ　Ｄ６３８に準拠
して試験を実施した。
　（７）摺動特性：（１）で得られた成形品１に、図５で示される可動子を図１のように
取り付けた後、可動子の先端付近に０．２ｋｇの重りを載せ、矢印の示す通りに成形品１
の銅極板に沿って往復１万回摺動を実施した。その後、図３に示されように可動子の銅版
の最大磨耗深さ及び成形品１の樹脂の最大磨耗深さＲｍａｘを、（株）東京精密製表面粗
さ測定器Ｓｕｒｆｃｏｍ５７０Ａを用い測定した。
【００２１】
　（８）溶着性：成形品１と成形品２を図７に示すように組合せ上から治具で固定した後
、ＬＥＩＳＴＥＲ社製レーザー溶着機にて、出力４５Ｗ、波長９４０ｎｍ、コントロール
スピード１０ｍｍ／ｓの条件で成形品全周を照射した。溶着後、その溶着状態を以下の４
段階で評価した。
　　◎：成形品全周に渡って強固に溶着しており容易に破壊できない。
　　○：成形品全周に渡って溶着しているが、一部破壊が可能である。
　　△：成形品全周に渡って溶着しているが、容易に破壊が可能である。
　　×：ほとんど溶着していない。
【００２２】
　以下に本実施例に使用される原料を示す。
　本実施例に用いられた成分（Ａ）は以下に示す方法で得られるが、これらの製造方法に
何ら限定されない。
　Ａ－１：アジピン酸とヘキサメチレンジアミンの等モル塩４．０ｋｇとイソフタル酸と
ヘキサメチレンジアミンの等モル塩１．０ｋｇ及びアジピン酸０．２ｋｇ、及び純水５．
０ｋｇをオートクレーブ中に仕込み充分攪拌した。その後窒素置換し攪拌しながら温度を
室温から２２０℃まで約１時間かけて昇温した。この際オートクレーブ内の水蒸気による
自然圧で内圧は１．７６ＭＰａ－Ｇになるが、１．７６ＭＰａ－Ｇ以上の圧力にならない
よう水を反応系外に除去しながらさらに加熱を続けた。さらに２時間後内温が２６０℃に
到達した後、加熱を止め、オートクレーブの排出バルブを閉止し、約８時間かけて室温ま
で冷却した。冷却後オートクレーブを開け、約４ｋｇのポリマーを取り出し粉砕した。得
られた粉砕ポリマーをエバポレーターに入れ窒素気流下、２００℃で１０時間固相重合し
た。固相重合によって得られたポリアミド６６／６Ｉ共重合体はその比が８０／２０であ
った。
【００２３】
　Ａ－２：アジピン酸とヘキサメチレンジアミンの等モル塩４．０ｋｇとイソフタル酸と
ヘキサメチレンジアミンの等モル塩１．４ｋｇ及びアジピン酸０．２ｋｇ、及び純水５．
０ｋｇをオートクレーブ中に仕込み充分攪拌した。その後窒素置換し攪拌しながら温度を
室温から２２０℃まで約１時間かけて昇温した。この際オートクレーブ内の水蒸気による
自然圧で内圧は１．７６ＭＰａ－Ｇになるが、１．７６ＭＰａ－Ｇ以上の圧力にならない
よう水を反応系外に除去しながらさらに加熱を続けた。さらに２時間後内温が２６０℃に
到達した後、加熱を止め、オートクレーブの排出バルブを閉止し、約８時間かけて室温ま
で冷却した。冷却後オートクレーブを開け、約４ｋｇのポリマーを取り出し粉砕した。得
られた粉砕ポリマーをエバポレーターに入れ窒素気流下、２００℃で１０時間固相重合し
た。固相重合によって得られたポリアミド６６／６Ｉ共重合体はその比が７５／２５であ
った。
【００２４】
　Ａ－３：アジピン酸とヘキサメチレンジアミンの等モル塩３．５ｋｇとイソフタル酸と
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ヘキサメチレンジアミンの等モル塩１．０ｋｇとテレフタル酸とヘキサメチレンジアミン
の等モル塩０．５ｋｇ及びアジピン酸０．２ｋｇ、及び純水５．０ｋｇをオートクレーブ
中に仕込み充分攪拌した。その後窒素置換し攪拌しながら温度を室温から２２０℃まで約
１時間かけて昇温した。この際オートクレーブ内の水蒸気による自然圧で内圧は１．７６
ＭＰａ－Ｇになるが、１．７６ＭＰａ－Ｇ以上の圧力にならないよう水を反応系外に除去
しながらさらに加熱を続けた。さらに２時間後内温が２６０℃に到達した後、加熱を止め
、オートクレーブの排出バルブを閉止し、約８時間かけて室温まで冷却した。冷却後オー
トクレーブを開け、約４ｋｇのポリマーを取り出し粉砕した。得られた粉砕ポリマーをエ
バポレーターに入れ窒素気流下、２００℃で１０時間固相重合した。固相重合によって得
られたポリアミド６６／６Ｉ／６Ｔ共重合体はその比が７０／２０／１０であった。
【００２５】
　Ａ－４：アジピン酸とヘキサメチレンジアミンの等モル塩３．７５ｋｇとイソフタル酸
とヘキサメチレンジアミンの等モル塩０．７５ｋｇとε－カプロラクタム０．５ｋｇ及び
アジピン酸０．２ｋｇ、及び純水５．０ｋｇをオートクレーブ中に仕込み充分攪拌した。
その後窒素置換し攪拌しながら温度を室温から２２０℃まで約１時間かけて昇温した。こ
の際オートクレーブ内の水蒸気による自然圧で内圧は１．７６ＭＰａ－Ｇになるが、１．
７６ＭＰａ－Ｇ以上の圧力にならないよう水を反応系外に除去しながらさらに加熱を続け
た。さらに２時間後内温が２６０℃に到達した後、加熱を止め、オートクレーブの排出バ
ルブを閉止し、約８時間かけて室温まで冷却した。冷却後オートクレーブを開け、約４ｋ
ｇのポリマーを取り出し粉砕した。得られた粉砕ポリマーをエバポレーターに入れ窒素気
流下、２００℃で１０時間固相重合した。固相重合によって得られたポリアミド６６／６
Ｉ／６共重合体はその比が７５／１５／１０であった。
【００２６】
　Ａ－５：アジピン酸とヘキサメチレンジアミンの等モル塩３．０ｋｇとイソフタル酸と
ヘキサメチレンジアミンの等モル塩１．０ｋｇとテレフタル酸とヘキサメチレンジアミン
の等モル塩０．５ｋｇとε－カプロラクタム０．５ｋｇ及びアジピン酸０．２ｋｇ、及び
純水５．０ｋｇをオートクレーブ中に仕込み充分攪拌した。その後窒素置換し攪拌しなが
ら温度を室温から２２０℃まで約１時間かけて昇温した。この際オートクレーブ内の水蒸
気による自然圧で内圧は１．７６ＭＰａ－Ｇになるが、１．７６ＭＰａ－Ｇ以上の圧力に
ならないよう水を反応系外に除去しながらさらに加熱を続けた。さらに２時間後内温が２
６０℃に到達した後、加熱を止め、オートクレーブの排出バルブを閉止し、約８時間かけ
て室温まで冷却した。冷却後オートクレーブを開け、約４ｋｇのポリマーを取り出し粉砕
した。得られた粉砕ポリマーをエバポレーターに入れ窒素気流下、２００℃で１０時間固
相重合した。固相重合によって得られたポリアミド６６／６Ｉ／６Ｔ／６共重合体はその
比が６０／２０／１０／１０であった。
【００２７】
　Ａ－６：ポリアミドＭＸＤ６／６６、商品名レニー６００２［三菱エンジニアリングプ
ラスチック（株）製］
　Ａ－７：ポリアミド６６、商品名レオナ１３００Ｓ［旭化成ケミカルズ（株）製］
　Ａ－８：ポリアミド６、商品名１０１３Ｂ［宇部興産（株）製］
　Ａ－９：ＰＢＴ、商品名ジュラネックス２００２［ウィンテックポリマー（株）製］
　成分（Ｂ）：繊維状ガラスフィラー、商品名ＣＳ０３ＪＡ４１６（平均繊維径１０μｍ
）［旭ファイバーグラス（株）製］
　成分（Ｃ）：非繊維状ガラスフィラー、商品名ＲＥＦＧ－３０２［日本板硝子（株）製
］
　成分（Ｄ）：タルク、商品名ハイトロン［竹原化学工業（株）製］
　成分（Ｅ）：マイカ、商品名Ｍ－３２５ＣＴ［（株）レプコ製］
　成分（Ｆ）：カオリンクレー、商品名トランスリンク４４５［エンゲルハルト社製］
【００２８】
　［実施例１］
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　成分（Ａ）として、Ａ－１を１００重量部、成分（Ｃ）を３５重量部、酸化防止剤とし
て商品名Ｉｒｇａｆｏｓ１６８［チバガイギー社製］をポリマー成分に対して２０００ｐ
ｐｍ、滑剤として商品名カルシウムステアレートＳ［日本油脂（株）製］をポリマー成分
に対して１０００ｐｐｍを予めタンブラー混合機で混合し、東芝機械（株）製ＴＥＭ３５
φニ軸押出機（設定２８０℃、スクリュー回転数３００ｒｐｍ）にフィードホッパーより
供給し、更にサイドフィードより成分（Ｂ）を３５重量部供給し、紡口より押出された溶
融混練物をストランド状で水冷し、ペレタイズして実施例１の樹脂組成物を得た。その評
価結果を表１に示す。
【００２９】
　［実施例２～１５］
　成分（Ａ）としてＡ－１の変わりに表１に示すＡ－２～Ａ－９を１種または２種使用し
、成分（Ｂ）～成分（Ｆ）を表１、表２に示すように配合を変えた以外は実施例１と同様
の方法で樹脂組成物を得た。その評価結果を表１、表２に示す。
【００３０】
　［比較例１～３］
　成分（Ａ）としてＡ－１の変わりにＡ－７、Ａ－１とＡ－７の併用、Ａ－２とＡ－７の
併用に変えた以外は実施例１と同様の方法で樹脂組成物を得た。その評価結果を表１に示
す。
【００３１】
　［比較例４～９］
　成分（Ｂ）～成分（Ｆ）の配合比を変え、成分（Ｂ）を供給する場合はサイドフィード
からとし、成分（Ｃ）～成分（Ｆ）を供給する場合はフィードホッパーからとする以外は
実施例１と同様の方法で樹脂組成物を得た。その評価結果を表２に示す。
　実施例１～１５は、当該部品を成立させるための性能である成形流動性、低反り性、表
面平滑性、耐塩化カルシウム性、機械的特性、熱劣化特性、摺動特性、レーザー溶着性の
バランスに優れている。比較例１～３は融点及び結晶化温度が高いため、成形流動性、低
反り性、表面平滑性、レーザー溶着性等に悪影響を及ぼしている。比較例４は、成分（Ｂ
）単独であり低反り性が極端に悪くなり、比較例５は、性能バランス上は比較的良いので
あるが、コスト面でデメリットがある。比較例６～９は、成分（Ｄ）～成分（Ｆ）を機械
的特性や熱劣化特性がやや劣り、更にレーザー溶着性においては極端にレーザー透過率が
低くなるため悪影響を及ぼしている。
【００３２】
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【表１】

【００３３】



(11) JP 4633532 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

【表２】

【産業上の利用可能性】



(12) JP 4633532 B2 2011.2.16

10

【００３４】
　本発明の樹脂組成物で構成してなる気密性スイッチ部品は、過酷な環境下においても優
れた耐久性を有するため、特に自動車分野で好適に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】銅端子がインサートされた成形品１と可動子の図である。
【図２】成形品１を溶着により密閉保護するための成形品２の図である。
【図３】図１にある成形品１と可動子のＡＡ断面図である。
【図４】図１にある成形品１のＡＡ断面図である。
【図５】図１にある可動子のＡＡ断面図である。
【図６】図２にある成形品２のＢＢ断面図である。
【図７】成形品１、２及び可動子を組付け溶着した時のＡＡ、ＢＢ断面図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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